
Granuli in resina ureica
Urea resin chips

Chips

Materiale asciugante
Drying material

Granuli in resina ureica per la finitura di particolari in zama.

Urea resin chips for zink alloy finishing.
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Materiale asciugante
Drying Material

06 3000/4500 μm

08 2000/3000 μm

12 1500/2000 μm

16 1050/1500 μm

20 750/1050 μm

30 450/750 μm

40 180/450 μm

Tutolo di mais per asciugatura e speciali applicazioni.

Drying material extracted from maize-cob and employed 
for drying processes. 




